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(54) Minichlpkarte sowie Verfahren zu ihrer Herstellung 



(57) Minichipkarte mit einem Tragerfilm, der auf 
einer Seite AnschluRkontakte fur die Karte tragt und auf 
der anderen Seite den IC. wobei der IC uber elektrische 
Verbindungen, vorzugsweise uber Bond-Verbindungen, 
durch LGcher des Tragerfilms hindurch mit den 
AnschluRkontakten verbunden ist. einer gemouldeten 



Chipverkappung aus Kunststoff, durch die der Chip und 
die elektrischen Verbindungen verkappt sind. wobei die 
gemouldete Chipverkappung gleichzeitig ais Kartenkor- 
per dient und somit die fur die Minichipkarte gewunsch- 
ten Au3enabmessungen aufweist. 




Fig. 3 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Minichip- 
karte sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung. 

Insbesondere im Bereich Mobilfunk haben sich 
sogenannte Minichipkarten (ID-OOO-Format) durchge- 
setzt, die KantenlSngen von 15 und 25 mm aufweisen. 
Aus Grunden der FertigungsprozeBoptimierung werden 
diese Karten ubiicherweise aus Standardkarten mit ID- 
1 -Format ausgestanzt. so daB im FertigungsprozeB 
praktisch kein Unterschied zwischen einer Herstellung 
einer Minichipkarte bzw. SIM-Karte und einer Standard- 
karte besteht. 

Auch werden Standardkarten im ID-1 -Format ange- 
boten, in denen die Minichipkarten vorgestanzt sind und 
uber vorzugsweise drei Bruchlaschen am Kartenkorper 
gehalten werden. Der Endkunde kann die Karte dann 
entsprechend seinen Bedurfnissen entweder als Stan- 
dardkarte verwenden oder die Minichipkarte aus der ID- 
1 -Karte herausbrechen und als ubiiche SIM-Karte ver- 
wenden. Auch wurden bereits Varianten vorgeschlagen, 
bei denen die Minichipkarte hersteilerseitig bereits voll- 
standig aus dem groBen Kartenkorper ausgestanzt ist 
und nur uber ein auf der den Kontakten abgewandten 
Seite der Karte mit einem Klebeband in dem groBen 
Kartenkorper gehalten wird. 

Obwohl diese Herstellungsart fur Minichipkarten 
aus Sicht einer einfachen Herstellungsweise sinnvoll ist, 
so stent dies dennoch einen unnotigen Materialver- 
brauch dar, der unter Kostengesichtspunkten nicht wun- 
schenswert ist. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
Losung anzugeben, mit der Minichipkarten in einfacher 
und kostengunstiger Weise hergestellt werden konnen. 

Diese Aufgabe wird durch die GegenstSnde der 
Anspruche 1 . 6, 7 und 1 1 gelost. 

Bevorzugte Ausgestaltungen der vorliegenden 
Erfindung sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Die vorliegende Erfindung baut auf der Erkenntnis 
auf. daB eine Minichipkartenherstellung auf Grundlage 
bewahrter und bereits standardisierter ProzeBschritte 
erfolgen kann, wie sie zur Chipkartenmodulherstellung 
verwendet werden. Insbesondere konnen Minichipkar- 
ten, aufbauend auf Modulherstellungsschritten. erstellt 
werden, wie sie beispielsweise aus der DE 44 01 588 
A1 bekannt sind. die auf die Anmelderin der vorliegen- 
den Erfindung zuruckgeht und auf die ausdrucklich 
Bezug genommen wird. 

GemaB den erw^hnten bekannten Verfahren wird 
das Verkapsein der Chips auf dem TrSgerfilm nicht 
mehr durch einen Harztropfen erreicht. sondern mittels 
Mouldtechnologie. GemaB der Mouldtechnologie wird 
uber dem zu verkapselnden Chip eine GuBform ange- 
bracht, die mit dem Tr^gerfilm abschlieBt, und anschlie- 
Bend wird uber eine Offnung eine flussige 
PlastikguBmasse eingefuhrt. die extrem rasch aushar- 
tet und den entsprechenden Chip vorzugsweise in 
einen quadratischen Plastikblock von mehreren Millime- 



tern KantenlSnge. der mittels geeigneter Verfahren auf 
dem Tragerfilm haftet. einschlieBt. Mittels dieser Tech- 
nologie sind hochgenaue und extrem belastbare Ver- 
kapselungen erzielbar. wobei die Form der 

5 Verkapselung entsprechend der aufgesetzten Form 
nahezu beliebig ausgestaltet werden kann. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis 
zugrunde. daB dieser ProzeBschritt dazu verwendet 
werden kann. nicht nur eine extrem harte Verkapselung 

10 des Chips zu erreichen, sondern die Verkapselung so 
weit zu vergroBern. daB sie die Form einer Minichip- 
karte aufweist und somit das fertige Chipmodul bereits 
die eigentliche Minichipkarte darstellt. 

Gem§B der vorliegenden Erfindung ist somit zur 

15 Herstellung von Minichipkarten nicht mehr der Umweg 
uber Standardkarten erforderlich, aus denen die Mini- 
chipkarten in einem abschlieBenden ProzeBschritt aus- 
gestanzt werden. sondern die Minichipkarte wird bereits 
wahrend der "Moduiherstellung" erstellt. 

20 GemaB einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Erfindung wird die auf diese Weise mittels Mouldtech- 
nologie hergestellte Minichipkarte mit einer Dicke aus- 
gefuhrt. die geringfugig unter der Dicke von 
Standardchipkarten liegt. Auf diese Weise wird ermbg- 

25 licht. daB die so gefertigten Minichipkarten in Adapter- 
chipkarten eingesetzt werden kdnnen. Die 
Adapterchipkarte kann dabei aus einer Standardkarte 
bestehen, in die an einer geeigneten Stelle eine Struk- 
tur ausgefr^st wurde, die der Form der Minichipkarte 

30 entspricht. Die Tiefe der EinfrSsung in der Adapterkarte 
entspricht vorzugsweise der Dicke der Minichipkarte 
einschlieBlich einer Klebeschicht, so daB nach dem Ein- 
Weben der Minichipkarte in den gefrasten Bereich der 
Adapterkarte die Minichipkarte bundig mit der Oberfla- 

35 che der Adapterkarte abschlieBt. 

Unter "Mouldtechnologie" bzw. unter "gemouldeter 
Chipverkappung" wird verstanden, daB die Kunststoff- 
verkapselung. die verwendet wird, um den Chip und die 
Bonddrahte zu verkapsein, dadurch erreicht wird, daB 

40 an der Stelle des zu verkapselnden ICs eine Form uber 
die TrSgerfolie gesetzt wird, die zumindest einen EinlaB- 
kanal aufweist, durch den verflussigter Kunststoff unter 
Druck eingebracht wird. Der Kunststoff verfestigt sich 
dann zu dem durch die Form vorgegebenen Korper. 

45 wodurch auBerst prazise Kantenformen erreicht wer- 
den. Im ProzeB werden dabei vorzugsweise eine Viel- 
zahl von Chips gleichzeitig verkappt, indem eine Form 
verwendet wird, die gleichzeitig eine Vielzahl von Chips 
uberdeckt und in die entsprechend verflussigter Kunst- 

50 stoff, der vorzugsweise durch Schmelzen einer Kunst- 
stoffpatrone erhalten wird, eingefuhrt wird. 

GemaB einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Erfindung wird die Minichipkarte bei ihrer Herstellung 
auf der nicht kontaktbehafteten Seite bereits mit einem 

55 Doppelklebeband mit Schutzschicht versehen und 
weist zusammen mit dem Doppelklebeband und der 
Schutzfotie eine Dicke auf, die der ublicher Minichipkar- 
ten entspricht. Wird die Minichipkarte fur weitere 
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Anwendungen in eine Adapterkarte eingesetzt, so wird 
die Schutzschicht entfernt und die Minichlpkarte in die 
erwahnte Ausfrasung der Adapterkarte eingesetzt, 
wobei die Ausfrasung eine Tiefe aufweist. die der der 
Minichlpkarte ohne der Schutzschicht entsprlcht. Vor- 
zugsweise weist das DoppelWebeband zur Minichip- 
karte hin eine erhohte Klebkraft auf, so daR sich die 
Minichipkarte mit dem Klebeband wieder aus der Adap- 
terkarte herauslOsen Id3t, urn gegebenenfatis nach 
Zufugung einer Schutzschicht wieder als Minichipkarte 
venA^endet werden zu konnen. 

Die vorliegende Erfindung wird im folgenden unter 
Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen naher 
erlSutert. Dabei zeigen die Zeichnungen im einzeinen: 

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Minichip- 
karte 1, die in einen Standardchipkartenkorper 2 
eingesetzt ist. 

Fig. 2 eine schematische Darstellung zur EriSute- 
rung der Herstellungsweise der erfindungs- 
gemSRen Minichipkarte, und 

Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht zur 
Eriauterung des Einsetzens der erfindungs- 
gemSBen Minichipkarte in eine Adapterkarte. 

Fig. 1 zeigt eine Minichipkarte 1, die in einen Stan- 
dardkartenadapter 2 eingesetzt ist. GemaG dem Stand 
der Technik ist bekannt, die Minichipkarte 1 gemeinsam 
mit dem Standardkartenkdrper 2 herzustellen und 
anschtieRend die Minichipkarte aus dem Standardkar- 
tenkdrper herauszubrechen. Auch ist bekannt, eine her- 
ausgebrochene Standardchipkarte wieder in eine 
Adapterkarte einzusetzen. Gemaf3 der vorliegenden 
Erfindung werden Minichipkarten 1 direkt hergestellt. 
ohne daB dazu auch die Herstellung eines Standard- 
chipkartenkCrpers 2 erforderlich ist. 

Fig. 2 verdeutiicht in schematischer Weiseden Her- 
stellungsvorgang fur die erfindungsgem&f3e Chipkarte. 
Auf einem TrSgerfilm 3 ist bereits der IC 4 mittels Bond- 
verbindungen 5 durch Locher 6 des Films mit auf der 
anderen Seite der Tr§gerfolie 3 aufgebrachten 
AnschluBkontakten verbunden. GemSB dem Stand der 
Technik wird der so angeschlossene IC mittels eines 
Harztropfens Oder gemaB Mouldtechnologie verkappt, 
so da3 anschlieBend eine gestrichelt dargestellte Ver- 
kappung 7 verbleibt, die den Chip und seine AnschluB- 
kontakte einschlieBt. Dieses so erhaltene Chipmodul 
wird anschlieBend aus dem TrSgerfilm 3 ausgestanzt 
und in einen Kartenkorper eingesetzt. Zur Herstellung 
von Minichipkarten gema3 dem Stand der Technik wird 
aus der auf diese Weise fertiggesteilten Karte anschlie- 
Bend die Minichipkarte ausgestanzt. 

GemSB der vorliegenden Erfindung werden diese 
zusatzlichen Schritte vermieden. indemdie Verkappung 
bereits in die Form der spateren Minichipkarte gepreBt 
wird, so daB eine Verkappung 8 In Form einer Minichip- 
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karte entsteht. Dieses die Form einer Minichipkarte auf- 
weisende Modul wird anschlieBend aus dem TrSgerfilm 
3 ausgestanzt und dient als Minichipkarte. Auch ist 
denkbar. die Verkappung 8 in einer Form herzustellen, 

5 die noch nicht die endguttigen Minichipkartenabmes- 
sungen aufweist und die eigentliche Minichipkarte dann 
aus der Verkappung 8 auszustanzen. Hierzu ist wie- 
derum denkbar. daB der gesamte TrSgerfilm 3 mit einer 
Verkappung 8 uberzogen wird und die einzelnen Mini- 

70 chipkarten anschlieBend ausgestanzt werden. 

Fig. 3 verdeutiicht das Einsetzen einer so herge- 
stellten Minichipkarte in einen Standardchipkartenkor- 
per 9. Die hergestellte Minichipkarte 10 weist auf ihrer 
Oberseite schematisch dargestellte AnschluBkontakte 

15 11 auf und ist vorzugsweise an den RSndern abge- 
schrSgt. Die Minichipkarte 10 weist auf ihrer Unterseite 
ein Klebeband 12 auf, das vorzugsweise durch eine 
Schutzfolie Oder ein Schutzpapier 13 uberdeckt ist. 
Bevor die Minichipkarte 10 in den Kartenkdrper 9 einge- 

20 setzt wird, wird die Schutzfolie 13 entfernt, so daB die 
Minichipkarte 10 mit dem Kartenkorper verklebt werden 
kann. 

Die Dicke D der Minichipkarte ist zumindest mit der 
Schutzfolie so bemessen. daB die Minichipkarte fur ubli- 

25 Che Anwendungen eingesetzt werden kann. Nach 
Abziehen der Schutzfolie 13 weist die Minichipkarte 
eine entsprechend verringerte Dicke d auf, die vorzugs- 
weise mit der Tiefe der Ausfrasung 14 in dem Karten- 
korper 9 ubereinstimmt, so daB die Oberfiache der 

30 Minichipkarte 10 nach dem Einsetzen mit der Oberfia- 
che des Kartenkdrpers 9 abschlieBt. 

Die abgeschr^gten Rander der Minichipkarte 10, 
die mit entsprechenden Abschragungen der Ausfra- 
sung 14 in dem Kartenkorper 9 ubereinstimmen, dienen 

35 der positionsgenauen Anordnung in dem Standardkar- 
tenkdrper 9. 

Eine Standardchipkarte weist ubiicherweise die 
Iso-Dicke von 0,8 mm auf. Vorzugsweise kann somit die 
Minichipkarte mit der Schutzfolie 13 ebenfalls eine 

40 Dicke von 0,8 mm aufweisen, und nach Entfernen des 
Schutzstreifens kann eine verbleibende Dicke d mit ca. 
0,65 mm verbletben. Diese Dicke entspricht. wie oben 
ausgefuhrt, der Tiefe der Ausfrasung 14 in der Stan- 
dardkarte Oder Adapterkarte 9. Da die Klebeschicht 12 

45 beispielsweise eine Dicke von 0,03 bis 0,05 mm auf- 
weist, liegt die Dicke der eigentlichen Verkappung 8 bei 
etwa 0,58 bis 0,60 mm. 

Die Klebeschicht 12 ist vorzugsweise alsdoppelsei- 
tiges Klebeband ausgefuhrt und weist vorzugsweise zur 

50 Minichipkarte 10 hin eine hdhere Klebkraft auf, wodurch 
das Herausldsen der Minichipkarte 10 aus dem Karten- 
korper 9 ermdglicht wird. Eine so herausgelOste Mini- 
chipkarte 10 kann dann wiederum mit einer Schutzfolie 
abgedeckt und derart als Minichipkarte verwendet wer- 

55 den. 
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Patentanspruche 

1. Minichipkarte mit: 

einem Tragerfilm, der auf einer Seite AnschluB- 
kontakte fur die Karte tragt und auf der ande- 
ren Seite den IC, wobei der IC uber elektrische 
Verbindungen, vorzugsweise uber Bond-Ver- 
bindungen, dutch Ldcher des Tragerfilms hin- 
durch mit den AnschluBkontakten verbunden 
ist. 

einer gemouldeten Chipverkappung aus 
Kunststoff, durch die der Chip und die elektri- 
schen Verbindungen verkappt sind, dadurch 
gekennzeichnet, daB 

die gemouldete Chipverkappung gleichzeitig 
als KartenkGrper dient und somit die fur die 
Minichipkarte gewunschten AuBenabmessun- 
gen aufweist. 

2. Minichipkarte nach Anspruch 1 . dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Minichipkarte Abmessungen 
gemaB dem ID-OOO-Format aufweist. 

3. Minichipkarte nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Minichipkarte auf der den 
AnschluBkontakten abgewandten Seite ein doppel- 
seitiges Klebeband aufweist. das von einer Schutz- 
folie abgeschlossen wird. 

4. Minichipkarte nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der Minichipkarte mit 
Schutzfolie die fur die gewunschte Anwendung not- 
wendige Dicke, vorzugsweise eine Dicke entspre- 
chend dem ID-OOO-Format. aufweist. 

5. Minichipkarte nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der Minichipkarte zumin- 
dest nach Entfernen der Schutzfolie geringer ist als 
die Dicke einer Standardchipkarte, so daB die Mini- 
chipkarte in eine Standardchipkarte einsetzbar ist, 
in die ein Bereich entsprechend der Minichipkarte 
ausgefrast wurde und nach Einsetzen und Verkle- 
ben mittels des Klebebandes bundig mit der Ober- 
flache der Standardchipkarte abschlieBt. 

6. Standardchipkarte, vorzugsweise nach dem ID-1- 
Format. dadurch gekennzeichnet, daB in dem 
StandardchipkartenkCrper ein Bereich ausgefrast 
ist, der in seinen Abmessungen der Minichipkarte 
gemSB den Anspruchen 1 bis 6 entspricht und daB 
in den ausgefrasten Bereich eine Minichipkarte 
gemSB den Anspruchen 1 bis 6 eingeklebt ist. 

7. Verfahren zur Herstellung einer Minichipkarte mit 
folgenden Schritten: 



Verwenden eines Tragerfilms; 

Aufbringen von AnschluBkontakten auf einer ., 
Seite des Tragerfilms: 

5 

Aufbringen eines ICs auf der anderen Seite 
des Tragerfilms und Verbinden des ICs uber 
Bond-Verbindungen durch Locher des Trager- 
films hindurch mit den AnschluBkontakten; 

10 

Verkappen des ICs mittels Mouldtechnik, 
dadurch gekennzeichnet. daB beim Verkap- 
pen eine Form vewendet wird. die die Abmes- 
sungen der gewunschten Minichipkarte 
75 definiert und somit ein verkapptes Chipkarten- 

modul erzeugt wird, bei dem die Verkappung 
die Form der zu erstellenden Minichipkarte auf- 
weist, und 

20 Verwenden des so hergestellten Chipkarten- 

moduls als Minichipkarte. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Dicke des erstellten Chipkarten- 

25 moduls geringer ist als die Dicke einer 
Standardchipkarte und vorzugsweise im Bereich 
von 0,58 bis 0,60 mm liegt. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
30 gekennzeichnet, daB auf der von den Kontakten 

abgewandten Seite des Chipkartenmoduls eine 
Klebeschicht aufgebracht wird, vorzugsweise in 
Form eines doppelseitigen Klebebandes. 

35 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das doppelseitige Klebeband von 
einer Schutzfolie abgeschlossen wird und daB die 
so erreichte Gesamtdicke des als Minichipkarte 
dienenden Chipmoduls einer Standardchipkarten- 

40 dicke entspricht und vorzugsweise 0,8 mm betragt. 

11. Verfahren zum Erstellen einer Standardchipkarte 
mit folgenden Schritten: 

45 Verwenden eines StandardchipkartenkCrpers 

und Ausfrasen eines Bereichs in dem Stan- 
dardchipkartenkorper. der den Abmessungen 
einer gemaB dem Anspruch 10 hergestellten 
Minichipkarte entspricht, und 

50 

EinWeben einer Minichipkarte gemaB 
Anspruch 10, nachdem die Schutzfolie abge- 
zogen wurde. 
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